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LIGA-Verfahren 

Hauptschritte 

• „Schreiben“ einer Zwischenmaske (ZM) 

mit etwa 2 µm hohen 

Goldabsorberstrukturen 

(Elektronenstrahllithographie (1) und 

Goldgalvanik (2)).  

• Übertragen der Zwischenmaske in eine 

Arbeitsmaske (AM) mit etwa 25 µm 

hohen Goldabsorberstrukturen (3)  

(Röntgentiefenlithographie und 

Goldgalvanik)  

• Kopieren der Arbeitsmaske (4) in bis zu 

3000 µm hohe Kunststoffschichten durch 

Röntgentiefenlithographie (5) und 

Auflösens („entwickeln, wässrig“) der 

bestrahlten Bereiche (6).  

• Galvanisches Abscheiden von Metallen 

(z.B. Gold, Nickel oder Kupfer) in diese 

Strukturen, um metallische 

Mikrostrukturen oder Prägewerkzeuge zu 

erhalten (7).  

• Fertigung von Mikrobauteilen durch 

Übertragung der Mikrostrukturen vom 

Prägewerkzeug (8) in Kunststoffe bei 

erhöhten Temperaturen. 
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